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Композицію, розроблену в УПІ на основі водорозчин* 
них сополіамідів, легко приготувати, вона добре зберігається, 
не вимагає дорогих проявників (незадублені місця вимиваються 
водою за 2 . . . 3 х в ) , має високі репродукційно-графічні властивос-
ті. Сітки з такими шарами легко піддаються регенерації і їх мож-
на використовувати повторно (до 15 раз ів) . Проте тиражостійкість 
цього шару невисока. При застосуванні водних трафаретних фарб 
тиражостійкість друкарських форм можна підвищити обробкою 
в розчині хромового ангідриду (40 с) з наступною термічною об-
робкою при 70°С протягом 1 0 . . . 15 хв. Частково підвищити ти-
ражостійкість таким способом можна використовуючи фарби на 
основі етилцеллозольву та бензилового спирту. 

Захистити копіювальний шар від агресивних розчинників мож-
ливо, застосовуючи хімічну металізацію. Хімічне міднення — най-
простіший і найдешевший спосіб металізації , оскільки основними 
компонентами є доступні реактиви (сіль міді, луг, комплексоутво-
рювач, відновник). Комплексоутворювачі вводять для запобіган-
ня випадання в осад гідроокису міді: 

С и 5 0 4 + К Н а С 4 Н 4 0 б + 2 М а 0 Н - Я Ш а [ С и ( С 4 Н 4 0 7 ) ] + 
+ Ы а 2 5 0 4 + Н 2 0 . 

Процес хімічного міднення полягає у відновленні формальдегі-
дом іонів двовалентної міді з її комплексних сполук: 

№ [Си (С4Н406) ] + 2 Ы а О Н + 2 Н С О Н - ^ 
- > С и + 2 Н С О О Ы а + 2 Н 2 + К Н а С 4 Н 4 О б . 

Хімічне міднення відбувається при наявності на поверхні, яка 
підлягає металізації , каталізатора (наприклад, паладію) , осадже-
ного на сенсибілізовану розчином хлористого олова поверхню 
діелектрика: 

5п 2++Рсі 2+->Рс1 0+5п 4+. 

Оскільки застосування солей дорогоцінних металів ускладнює 
процес, то постало питання про їх заміну. Надати каталітичних 
властивостей діелектричній поверхні можна домішкою в компо-
зицію дрібнодисперсного порошку металу — міді або нікелю. По-
рошок додають у кількості від 0,6 до 1,6 г на 1 л композиції і ре-
тельно перемішують при 120 об/хв протягом ЗО хв. 

Після нанесення фоторезисту на капронову сітку її висушують, 
потім експонують і проявляють водою. При вимірюванні ширини 
штриха на фотошаблоні та на трафаретній друкарській формі 
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змін майже не виявлено. Тобто кількість наповнювача не викли-
кала зміни ширини штриха. 

Основним показником для наступного хімічного міднення було 
зменшення електричного опору ТДФ, яке показує, що діелектрич-
на поверхня набуває каталітичних властивостей. На графіку 
(рис. 1) показано зміну електричного опору залежно від кількості 

Рис. 1. Графік залежності 
електричного опору від 
кількості домішки металіч-

ного порошку: 
1 — міді; 2 — нікелю. 

Рис. 2. Графік залежності тира-
жостійкості від кількості домішки 

металічного порошку: 
1 — міді; 2 — нікелю. 
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та природи наповнювача. Вимірювання вели тереомметром 
Е6-1375. При кількості наповнювача 1,6 г на 1 л композиції про-
цес хімічного міднення можна вести без ускладнень при сенсибі-
лізації розчином SnCl2 і активації розчинами на основі солей 
Си (II) і Ni ( I I ) . Потрібну товщину хімічно осадженої міді одер-
жують за 10 . . . 15 хв. 

Велике значення має також тиражостійкість, яка значно під-
вищується у трафаретних друкарських формах, виготовлених з 
композицій з домішкою наповнювачів. Наприклад, при внесенні 
порошку міді в кількості 1,6 г на 1 л композиції тиражостійкість 
Т Д Ф збільшується на 25% (рис. 2). 
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The problem of improv ing the physical-mechanical proper t ies of stencil prin-
t i n g fo rms on the basis of water-solved co-polyamides has been inves t iga ted in 
this article. 
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